припои и флюсы для ручной пайки hi-tech 



свойства припойных сплавов 
	В таблице приведены типовые характиристики наиболее популярных 
сплавов, используемых в трубчатых припоях фирмы Radiel-Fondam 


	Обозначение сплава 
	Sn60Pb40 

	Состав сплава 
	олово 59,5% - 60,5 %; свинец - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	183 - 188 

	Твердость по Бриннелю 
	13 

	Прочность на разрыв, Н / кв.мм 
	33 

	Электропроводность, % от меди 
	11,5 

	Типовое применение 
	наиболее рентабельный припой 
для электротехники и электроники 


	Обозначение сплава 
	Sn63Pb37 

	Состав сплава 
	олово 62,5% - 63,5 %; свинец - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	183 

	Твердость по Бриннелю 
	14 

	Прочность на разрыв, Н / кв.мм 
	40 

	Электропроводность, % от меди 
	12 

	Типовое применение 
	классический припой для электроники 


	Обозначение сплава 
	Sn62Pb36Ag2 

	Состав сплава 
	олово 61,5% - 62,5 %; серебро 1,8% - 2,2 %; свинец - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	178 - 188 

	Твердость по Бриннелю 
	10 

	Прочность на разрыв, Н / кв.мм 
	45 

	Электропроводность, % от меди 
	15 

	Типовое применение 
	надежная пайка серебро/золоченых контактов, 
серебра на керамике, SMD-компонентов 


	Обозначение сплава 
	Sn60Pb38Cu2 

	Состав сплава 
	олово 59,5% - 60,5 %; медь 1,5% - 2,0 %; свинец - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	183 - 190 

	Твердость по Бриннелю 
	11 

	Прочность на разрыв, Н / кв.мм 
	45 

	Электропроводность, % от меди 
	13 

	Типовое применение 
	соединения повышенной надежности на меди, 
в т.ч. для эксплуатации при низких температурах; 
пайка медных нелуженых контактов и проводов 


	Обозначение сплава 
	Sn96Ag4      бессвинцовый 

	Состав сплава 
	серебро 3,5% - 4,0 %; олово - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	221 

	Твердость по Бриннелю 
	14,8 

	Электропроводность, % от меди 
	14,3 

	Типовое применение 
	нетоксичный припой для электроники, медицины, 
контактов с пищей; образует соединения высокой 
прочности; пригоден также для пайки стали 


	Обозначение сплава 
	Sn99,3Cu0,7 (Sn99Cu1)      бессвинцовый 

	Состав сплава 
	медь 0,45% - 0,9 %; олово - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	227 (при 0,7% меди) - 240 

	Твердость по Бриннелю 
	14 

	Электропроводность, % от меди 
	14 

	Типовое применение 
	наименее дорогостоящая бессвинцовая альтернатива 
традиционным оловянно-свинцовым припоям 


	Обозначение сплава 
	Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)       бессвинцовый 

	Состав сплава 
	серебро 3%-3,5%, медь 0,45% - 0,55%, олово - остальное 

	Температура оплавления, °C 
	217 

	Твердость по Бриннелю 
	14,8 

	Электропроводность, % от меди 
	14,3 

	Типовое применение 
	самая распространенная бессвинцовая композиция 
с относительно низкой температурой плавления 
и улучшенными характеристиками смачиваемости 


флюсы в трубчатых припоях 

	В качестве флюсового сердечника (до 5 каналов) в трубчатых припоях фирмы Radiel Fondam
применяются флюсы собственной разработки на канифольной основе с уникальной композицией 
ингредиентов, обеспечивающих хорошую смачиваемость, высокую производительность пайки, 
прочность и великолепный внешний вид паяных соединений.   Краткая характеристика флюсов: 

FXM – некоррозионный безотмывочный безгалогеновый флюс c кислотным числом 380; 
CMA2 – некоррозионный слабоактивированный малоостаточный флюс с содержанием 
галогенов 0,41 и кислотным числом 205, допускающий безотмывочную технологию; 
CA2 – некоррозионный активированный флюс для пайки окисленных поверхностей; 
содержание галогенов 0,86; кислотное число 208; предпочтительна отмывка остатков. 
FXN – некоррозионный безгалогеновый малоостаточный флюс c кислотным числом 520, 
разработанный для бессвинцовых припоев и размещаемый в проволоке пятью каналами; 
допускает безотмывочную технологию. 


	непревзойденный флюс-крем для BGA 

Знаменитая фирма ERSA GmbH (Германия) предлагает ограниченный 
набор материалов высшего качества, отобранных экспертами как для 
собственных нужд фирмы, так и для комплексных поставок клиентам. 
Особым спросом пользуется флюс FMKANC-32 для всех видов BGA.


